Son vias ciegas que
) conectan una capa
exterior con una interior

Inner via

Son conexiones internas
en impresos multicapa.
No son visibles en la
superficie

Tinos de vias

El circuito impreso o PCB es una placa especial disefiada para montar conexiones eléctricas de

los diferentes componentes de un circuito eléctrico. Esta formado por una capa de cobre sobre

un sustrato aislante (Pértinax o fibra de vidrio)

Q Pistas

Minimo de ancho:

10 mils - 0,254 mm
Separacién entre pistas:

10 mils - 0,254 mm
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Diametro superior
Minimo:
55 mils - 1,397 mm

Diametro superior

Minimo:

50 mils - 1,27 mm
Tolerancia de perforacion del

diametro
2 mils - 0,05 mm

Tamaifo minimo de per-
foracién
27,6 mils - 0,70 mm
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Vias
Pueden disefarse de
diferentes tamafos. Pero
siempre es preferible
adaptarse a los tamafios
estandares provistos por los
fabricantes, para abaratar
costos

Capa de cobre

Capas de fibra de vidrio

Huellas de montaje
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Los mas econémicos y de
fabricacién casera son
aquellos realizados sobre
sustrato de papel impregnado
de resistencia (pértinax)

Huellas de montaje
PCB

Corona (annular ring

Es el anillo circular
remanente luego de la
perforacion de un pad. Es
de sustrato conductivo y
superficie metalizada

Area de material conductor
en un PCB designado para el
montaje de componentes.
Puede ser una patita de un
footprint de un componente
SMD o una perforacién
metalizada para montar un
componente (resistencia,
capacitor etc.) o un integrado
through - hole

Pad _____ ____________ HFour-Layer PCB (PCB 4capas)

Es un impreso que cuenta con
4 capas de interconexion.
Generalmente, se utiliza para
ruteado general

(las 2 externas) y 2 para
planos de tierray
alimentacién (las internas)
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PTH (Plated Through Hole
Perforacién de cobre
metalizado que atraviesa
de la a lado un impreso,
con la finalidad de brindar
conexidn eléctrica entre
los arreglos de pistas de
ambas caras. Pueden
corresponder a pads o
vias.

Lado de componente
(Component side)

El lado o cara de un

circuito en donde se
montaran la mayoria de los
componentes

Signal layer

Generalmente, esta capa
externa se usa para
ruteado general.

Es una delgada capa de
fibra de vidrio impregnada
de resina epoxi, aplicada
entre 2 capas internas o
“cores” de un PCB
multilayer. Funciona como
pegamento en un proceso
de “laminacién” realizado
por el fabricante.

Core

Internal layer
Prepreg
Signal layer

xisten tambien los
lamados impresos “doble
apa” (double layer) son
generalmente de sustrato
de fibra de vidrio del tipo
R-4 (Flame retardant:
etardante de llama de

Huellas de montaje para

componentes de montaje
uperficial

Relacién de aspecto.

Relaciéon de aspecto
aspecto ratio)
Es el cociente entre el
grosor de placa de

mpreso y el diametro de la
perforacién
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